Proceso selectivo, convocado por resolucidn reitoral do 5 de xufio de 2024, (DOG
18/6/2024) para cubrir 1 praza técnico/a de grao medio de investigacion
(microelectrénica) Grupo Il

Terceira Proba: Exercicio Préctico. 5 de febreiro de 2025. Datos do candidato:
Nome: Apelidos:

DNI:

Data:

Tempo total da proba 120 minutos. O tempo comezara a contar a partir de que o candidato indique que
entende todas as preguntas formuladas. A puntuacion deste exercicio sera de 0 a 35 puntos e sera necesario
para superalo obter un minimo de 15 puntos.

Parte 1. Ensamblado dunha Placa de Circuito Impreso con compofientes de soldadura pasante
simples e de montaxe superficial de extrema densidade (18 puntos):
O candidato contara a sua disposicion co equipamento da USC, en concreto:

e Equipo de serigrafia FRITSCH printALL210

e Forno de soldadura de tecnoloxia fase vapor ASSCON VP510
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Equipo de serigrafia FRITSCH
printALL210. Forno de soldadura
ASSCON VP510

O tribunal proporcionara ao candidato:
¢ Placa de Circuito Impreso
e Padrdn (Stencil) de dispensacion de pasta de soldadura
e Un conector de montaxe superficial de extrema densidade de contactos VITA 57.1 FMC (negro)
e Dous conectores de servicios de montaxe pasante (verdes)

Placa Circuito Impreso, Stencil, 3
conectores a montar
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Valorarase:
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e A aplicacion da pasta de soldadura (6 puntos)
e Ausencia de curtocircuitos nos contactos dos conectores (6 puntos)

e Continuidade entre conectores (6 puntos)

Fotografias da montaxe final:
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Parte 2. Unions por micro-soldadura de fio con equipo dual wedge e ball bonder, MPP (Micro Point
Pro) iBond5000 Dual (17 puntos):
O tribunal subministrara as seguintes pezas e equipo:

Placa ceramica con 11 réplicas de
desefio para probas de micro-
soldadura con fio en pads de ouro.
Equipo dual wedge e ball bonder MPP
iBond5000 Dual. Equipo manual Pull-
tester DAGE, 3000-100G

¢ Realizaranse 4 unions por micro-soldadura de fio que unan, en calquera das 11 réplicas da placa de
ceramica, o cadrado central con 4 das areas de conexion (bonding pads) (7 puntos).

e Realizarase sobre algin dos catro fios a proba destrutiva de resistencia de forza co dinamémetro de
precision (Pull-tester) que supere os 2 gramos (5 puntos)

e Realizarase sobre algin dos catro fios a proba destrutiva de resistencia de forza co dinamémetro de
precision (Pull-tester) que supere 0os 6 gramos (5 puntos)

Fotografias da montaxe final:
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Sinaturas do candidato e dos membros do tribunal: (en cada folla e nesta final) tras achegar as fotografias

dos resultados de cada unha das partes.




